Power

Bild 1: Mit dem

Skived-Fin-Verfahren
konnen Hochleis-
tungskihlkérper mit
hohen und sehr
dunnen Rippen her-
gestellt werden.

Bilder: CTX Thermal
Solutians

Auf einen Blick

® Kuhikdrper im
Skived-Fin-Verfahren
sind gut geeignet,
wenn Hochleis-
tungselektroniken
einen sehr effekti-
ven Warmetrans-
port bendtigen.

® Mit dem Verfahren
lassen sich Kohlkér-
per aus Aluminium
und aus Kupfer her-
stellen.

® Mit Skived-Fin las-
sen sich auch unge-
wdhnliche Kihikor-
perkonstruktionen
realisieren.

Hochleistungskiihlkorper mit geschdlten Rippen

Skived-Fin-Verfahren fur
Kuhlkorper aus einem Block

Die thermischen Anforderungen an elektronische Systeme steigen stetig. CTX erweitert
mit dem Skived-Fin-Verfahren die Moglichkeiten der Kihlkérperfertigung — und bietet
nun besonders kompakte, leistungsstarke Losungen fur individuelle Anwendungen.

mehr Leistung auf weniger Bauraum. Das bringt

jedoch einen unangenehmen Nebeneffekt mit
sich: Durch die hohere Verlustleistung entsteht mehr
Wirme, die abgefithrt werden muss. Fiir diesen Zweck
bietet CTX eine Vielzahl von passenden Kiihlkérpern
mit passiver oder aktiver Kithlung. Falls ein Standard-
produkt nicht ausreicht, konzipiert das Unternehmen
aus Nettetal eine individuelle Losung auf Basis einer
thermischen Simulation.

Je nach Gerite- beziehungsweise Elektronikdesign
kommen bei der Kithlung der Leistungselektronik un-
terschiedliche Kiihlkorpertypen, Materialien und Her-
stellungsmethoden zum Einsatz. Fertigungstechnologi-
en wie Extrusion, Stanzbiegetechnik oder Schilen (Ski-
ved) von Lamellen aus dem Block sorgen fiir eine extrem
grofle wirmeleitende Oberflache auf kleinstem Raum
sowie filr einen minimalem Wirmewiderstand zwischen
Kithlkérperbasis und Kihlrippen. Jedes Verfahren hat
dabei seine spezifischen Vorteile: So ist die Extrusion
pridestiniert fiir die Produktion von Profilkiihlkérpern
in hohen Stiickzahlen. Allerdings sind mit dem Strang-
pressen keine sehr diinnen und sehr hohen Rippen her-
stellbar. Auch Druckgusskiihlkorper und Flissigkeits-
kithlkorper, die Konigsklasse unter den Kihllésungen,
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werden zur Kithlung der Leistungselektronik eingesetzt.
Allen applikationsspezifischen Kiihllosungen von CTX
gemein ist ihre Passgenauigkeit und eine effektive
Warmeableitung.

Geschalte Rippen fiir Hochleistungskiihlkorper
Die Aufgabe eines Kiihlkorpers ist die schnelle und effi-
ziente Entwirmung von Leistungselektronik. Vorausset-
zung hierfiir ist eine moglichst grofle wirmeleitende
Oberfliche. Die klassische Kithlkérperbauform ist daher
der Rippenkiihlkorper. Um diesen herzustellen, stehen
verschiedene Verfahren zur Verfigung: eines davon ist
das Skived-Fin-Verfahren, das CTX schon lange anbie-
tet. Dieses ist ideal, wenn Hochleistungselektroniken ei-
nen sehr effektiven Warmetransport bendtigen. In der
Regel wird die Warme der Kiihlkorper dabei zusitzlich
durch Systemliifter abgefiihrt, wodurch eine noch effek-
tivere Kithlung maoglich ist.

Beim Skived-Fin-Verfahren werden die Kiihlrippen
aus einem Aluminium- oder Kupferblock einzeln her-
ausgeschilt - ganz ohne die thermischen Widerstinde,
die unvermeidlich bei Lot-, Kleb- oder Pressverbindun-
gen auftreten. Die Verbindung zwischen Rippen und
Kithlkorper wird dabei nicht unterbrochen. Auf diese
Weise entstehen Kithlkérper mit einer hohen Dichte an
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Bild 2: Ansicht der mit dem Skived-Fin-Verfahren hergesteliten Kuhl-

kdrper direkt nach dem Schalen.
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ter- oder kleine Serienfertigung.

Bild 4: Skived-Fin-Verfahren: Maximale Kuhiflache auf beengtem

Raum.

besonders feinen und hohen Rippen, die libergangslos
mit der Kiihlkérperbasis verbunden sind.
Durch Erweiterung des Maschinenparks ergeben sich
nun neue Moglichkeiten bei diesem Verfahren. Mit der
neuen Schilmaschine kann CTX nun Hochleistungs-
kithlkérper mit noch héheren und feineren Rippen sowie
minimierten Abstinden zwischen den Rippen als bisher
produzieren. Das Nettetaler Unternehmen kann nun
folgende maximale Kiihlkérper-Parameter realisieren:
e Rippenstirke (Fin Thickness):

Al: 0,1~ 2,0 mm; Cu: 0,081 mm - 2,0 mm
® Lange der Kiihlkorper:

Alund Cu: 10 mm - 2900 mm
e Breite der Kithlkorper: Al und Cu: 10 mm -

900 mm
® Rippenhéhe (Fin Height):

Alund Cu: 1 mm - 180 mm
® Rippenabstand Mitte zu Mitte (Fin Pitch):

Al 0,2 - 12 mm; Cu: 0,16 mm - 12 mm.,
Die neuen Mafle sind eine deutliche Steigerung gegen-
iiber den bisherigen Moglichkeiten. Bei Bedarf konnen
die Skived-Kithlkorper auch mit einer CNC-Maschinen
bearbeitet werden, um den Stromungsweg durch ver-
schiedene Ausrichtungen der Rippen zu verbessern und
somit héhere Kithlanforderungen zu erfiillen.

Realisierbare Lamellenhohe und -dicke
Die realisierbare Lamellenhohe und Lamellendicke wer-
den durch die Breite und Linge des Kiihlkorpers, die
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auch aus Kupfer hergestellt werden.

Bodendicke und andere Faktoren bestimmt. Sollte
beispielsweise eine sehr hohe Rippe bendtigt werden, ist
nicht gleichzeitig eine sehr diinne Rippe moglich. Mit
der neuen Maschine konnten diese Werte allerdings
stark verbessert werden. Wird beispielsweise ein Kiihl-
korper mit einer Breite von 900 mm und einer Lange
von 2900 mm bendétigt, sind nun Rippen mit einer Héhe
von 130 mm und einer minimalen Rippenstirke von
0,8 mm mdoglich. Der Schilkiihlkérper hat so eine
hohere Lamellenanzahl als bisher, wodurch die Warme-
abgabefliche pro Volumeneinheit erhoht und somit die
Warmeabgabeleistung des Produkts insgesamt verbes-
sert wird.

Der Skived-Kithlkérper kann dabei eine Lamel-
lenfeinheit erreichen, die durch kein anderes Verfahren
realisiert werden kann. Auch das Verhiltnis zwischen
Lamellenhéhe und Lamellendicke ist besser als beispiels-
weise beim Extrusions-Verfahren. Im Vergleich zur Alu-
minium- oder Kupferextrusion lassen sich mit dem
Schilen der Kithlkorper teure Werkzeugkosten einspa-
ren. Das Skived-Fin-Verfahren eignet sich dadurch auch
ideal fiir die Muster- oder Kleinserienfertigung.

Gegeniiber geklebten oder eingefiigten Lamellen
kann die Rippenstarke beim Schalen 0,1 mm bis 2 mm
weniger betragen. Dariiber hinaus treten beim Schilen
keine thermischen Widerstinde beim Ubergang von
Kiihlkorperbasis zu den Rippen auf, wodurch die Kithl-
leistung ca. 10 Prozent héher ist als beim Kleben oder
Einfiigen. Es besteht auch kein Risiko, dass sich die

Bild 3: Das Skived-Fin-Verfahren ist geeignet fur die Einzelstlck-, Mus-

Bild 5: Fur besonders hohe Kuhlanforderungen konnen die Kihlkarper
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